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低ノイズスイッチングレギュレーター： Analog Devices製 LT8625SP-1
概要解析レポート、回路解析レポート

概要

Analog Devices社は、低ノイズDC-DCコンバータの最新世代である Silent Switcher®3 を2023年

に発売しました。 これらの製品は実効出力ノイズがLDO並みに低く、電源ノイズに敏感な

アプリケーションに対して直接電源供給できることが特徴です。

本レポートではチップの全回路解析を実施し、構成している機能の特定や回路構成、およびノイズ

対策を始めとしてどのような工夫をおこなっているのかを明らかにしています。

製品特徴

• 製品情報 Analog Devices  LT8625SP-1 （2021年11月発表）

• 入力電圧2.7～18V、出力電流8A、変換効率90%、スイッチング周波数300kHz～4MHz、実効出力ノ

イズ4μVRMS（10Hz～100kHz）

• チップ情報 チップサイズ 1.73mm×1.53mm、積層メタル数 4層

解析内容

【概要解析】,【回路解析】 チップサイズ、チップ写真（トップメタル、Poly層）

【概要解析】 チップ断面観察による層間膜厚およびデザインルールの推定

【概要オプション】 パッケージ内PCBの実装部品接続および各層配線レイアウト

【回路解析】 回路解析、特徴ある機能や工夫についてコメント、各層のチップ写真、端子機能の特定

納品物： レポートPDFと回路図ビューワー、SchematicのCADデータ（EDIFフォーマット）

レポート価格

概要解析 ： ¥180,000 (税抜) 

概要＋オプション ： ¥420,000 (税抜) 

回路解析（フルレポート） ： ¥4,500,000 (税抜) 

発注後 1weekで納品
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【回路解析】 機能ブロック毎のレポート価格（税抜）

• 出力ドライバ： ¥1,500,000

• エラーアンプを含む入力回路： ¥1,050,000

解析対象IC

Package X-Ray Chip Overview

https://www.analog.com/jp/resources/technical-articles/ultra-low-noise-switch-mode-power-supply-with-adi-silent-switcher.html
https://www.analog.com/jp/products/lt8625sp.html
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